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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16602-70-11:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 „Raumfahrt“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA „Interoperabilität von 
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Dieses Dokument (EN 16602-70-11:2015) basiert auf ECSS-Q-ST-70-11C. 

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur die englische 
Originalfassung von EN 16602-70-11:2015.   

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang 
vor jeglicher Europäischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch über einen größeren 
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfügt. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Begriffe und Abkürzungen 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe aus anderen Normen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01. 

3.2 Für diese Norm spezifische Begriffe 

3.2.1 
zugehöriges Prüfstück 
kleines Stück einer PCB, das für die Durchführung eines speziellen begrenzten Satzes von Prüfungen 
vorgesehen ist 

ANMERKUNG  Das zugehörige Prüfstück wird als Teil einer PCB hergestellt und auf der abschließenden 
Herstellungsstufe von dieser getrennt. Es ist daher zu der PCB gehörig, mit der es gleichzeitig hergestellt wurde. 

3.2.2 
Blase 
Delaminierung in Form einer örtlich begrenzten Aufwölbung und Trennung zwischen jeglichen Schichten 
eines Basismaterials für die Laminierung oder zwischen dem Basismaterial und der leitfähigen Folie oder der 
Schutzbeschichtung 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.3 
Decklage (flexibler Schaltkreis) 
Schicht aus Isolierstoff, die so aufgebracht wird, dass sie ein Leiterbild auf den Außenflächen einer PCB 
vollständig oder teilweise bedeckt 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.4 
Gewebetrennung 
Zustand im Inneren von verstärktem Basismaterial, bei dem sich Glasfasern an den Gewebekreuzungen vom 
Harz ablösen 

ANMERKUNG 1 Dieser Zustand äußert sich in Form zusammenhängender weißer Punkte oder Kreuze unter der 
Oberfläche des Basismaterials. Er steht üblicherweise im Zusammenhang mit mechanischen Spannungen. 

ANMERKUNG 2 Siehe auch „Maserung“. 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.5 
Delaminierung 
Trennung der Gewebelagen eines Basismaterials, zwischen dem Basismaterial und einer leitfähigen Folie 
oder jegliche sonstige planare Trennung in einer PCB 

ANMERKUNG  Siehe auch „Blase“. 

[IEC 60194 (1999-04)] 
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3.2.6 
Entnetzung 
Zustand, der auftritt, wenn geschmolzenes Lot eine Oberfläche bedeckt und sich dann zurückzieht und 
unregelmäßig geformte Lothügel zurücklässt, die durch Flächen mit dünner Lotschicht ohne freiliegendes 
Grundmetall getrennt sind 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.7 
flexible PCB 
einseitige, doppelseitige oder mehrschichtige PCB, bestehend aus einer gedruckten Schaltung oder einer 
gedruckten Verdrahtung, bei der ausschließlich flexible Basismaterialien zum Einsatz kommen 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.8 
Hofbildung 
mechanisch verursachte Rissbildung oder Delaminierung auf oder unter der Oberfläche eines Basismaterials, 
üblicherweise in Form von aufgehellten Bereichen um Löcher oder sonstige mechanisch bearbeitete Bereiche 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.9 
Hochfrequenz-PCB 
für Hochfrequenz-Anwendungen eingesetzte PCB, die spezielle Anforderungen an die dielektrischen Eigen-
schaften des Trägerschichtstoffs sowie spezielle maßbezogene Anforderungen an das elektrische Layout 
stellt 

3.2.10 
Einschlüsse 
metallische oder nichtmetallische Fremdkörper, die in einem Isolierstoff, einer leitfähigen Schicht, einem 
Überzug, einem Basismaterial oder einer Lötverbindung eingeschlossen sein können 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.11 
Schlüsselpersonal 
Personal, das über Fachwissen verfügt und für definierte Bereiche der Produktion oder Produktsicherung 
verantwortlich ist 

3.2.12 
Maserung 
Zustand im laminierten Basismaterial, bei dem sich innenliegende Glasfasern an den Gewebekreuzungen 
vom Harz ablösen 

ANMERKUNG 1 Dieser Zustand äußert sich in Form einzelner weißer Punkte oder „Kreuze“ unter der Oberfläche des 
Basismaterials. Er steht üblicherweise im Zusammenhang mit thermischen Spannungen. 

ANMERKUNG 2 Siehe auch „Gewebetrennung“. 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.13 
Metallkern-PCB 
PCB, deren Basismaterial aus einem Metallkern besteht 

[IEC 60194 (1999-04)] 
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3.2.14 
Mehrschicht-PCB 
PCB, die aus starren oder flexiblen Isolierstoffen sowie abwechselnd drei oder mehr Schichten aus gedruckter 
Verdrahtung und/oder gedruckter Schaltung besteht, die unter Bonden zusammengefügt und elektrisch 
miteinander verbunden wurden 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.15 
Prepreg 
Materialschicht, die mit einem Harz imprägniert wurde und auf eine Zwischenstufe ausgehärtet ist 

ANMERKUNG  Harz im B-Zustand. 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.16 
Leiterplatte 
PCB 
en: printed circuit board 
bedruckte Platte mit sowohl Punkt-zu-Punkt-Verbindungen als auch gedruckten Bauelementen in 
vorherbestimmter Anordnung auf einer gemeinsamen Basis 

ANMERKUNG  Dies umfasst einseitige, doppelseitige und mehrschichtige PCBs mit starren, flexiblen und starrflexiblen 
Basismaterialien. 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.17 
starre doppelseitige PCB 
doppelseitige PCB, entweder mit Schaltungen oder Verdrahtung bedruckt, bei der ausschließlich starre 
Basismaterialien zum Einsatz kommen 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.18 
starrflexible PCB 
PCB mit sowohl starren als auch flexiblen Basismaterialien 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.19 
starrflexible doppelseitige PCB 
doppelseitige PCB, entweder mit Schaltungen oder Verdrahtung bedruckt, bei der Kombinationen aus starren 
und flexiblen Basismaterialien zum Einsatz kommen 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.20 
starrflexible mehrschichtige PCB 
mehrschichtige PCB, entweder mit Schaltungen oder Verdrahtung bedruckt, bei der Kombinationen aus 
starren mehrschichtigen und flexiblen ein- und doppelseitigen Basismaterialien zum Einsatz kommen 

3.2.21 
starre PCB 
PCB, bei der ausschließlich starre Basismaterialien zum Einsatz kommen 

[IEC 60194 (1999-04)] 
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3.2.22 
starre einseitige PCB 
einseitige PCB, entweder mit Schaltungen oder Verdrahtung bedruckt, bei der ausschließlich starre 
Basismaterialien zum Einsatz kommen 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.23 
starre mehrschichtige PCB 
mehrschichtige PCB, entweder mit Schaltungen oder Verdrahtung bedruckt, bei der ausschließlich starre 
Basismaterialien zum Einsatz kommen 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.24 
Kratzer 
schmale Furche oder Nut in einer Oberfläche 

ANMERKUNG  Er ist üblicherweise flach und durch das Markieren oder Schrammen der Oberfläche mit einem spitzen 
oder scharfen Gegenstand verursacht. 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.25 
mehrschichtige PCB mit sequentieller Laminierung 
mehrschichtige PCB, die durch Laminierung durchkontaktierter doppelseitiger oder mehrschichtiger PCBs 
hergestellt wird 

ANMERKUNG  Auf diese Weise sind einige ihrer leitfähigen Schichten über blinde oder vergrabene Kontaktlöcher 
miteinander verbunden. 

[IEC 60194 (1999-04)] 

3.2.26 
Prüfleiterbild 
Teil der PCB, der zu speziellen Prüfzwecken mit dem Kupferleiterbild auf dem und im PCB-Substrat im 
Zusammenhang steht 

3.3 Abkürzungen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Abkürzungen in ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden 
Abkürzungen: 

Abkürzung Bedeutung 

CoC Konformitätszertifikat (en: certificate of conformity) 

DML Liste der deklarierten Werkstoffe (en: declared material list) 

n.a. nicht anwendbar (en: not applicable) 

PCB Leiterplatte (en: printed circuit board) 

PTH metallisiertes Loch (en: plated-through hole) 

PTFE Polytetrafluorethylen (en: polytetrafluoroethylene) 

r.m.s. Effektivwert (en: root-mean-square) 

TBD festzulegen (en: to be defined) 
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1 
Scope 
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2 
Normative references 
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3 
Terms, definitions and abbreviated terms 

3.1 Terms from other standards 

3.2 Terms specific to the present standard 

3.2.1 associated test coupon 

 

3.2.2 blister 

3.2.3 cover layer (flexible circuit) 

3.2.4 crazing 
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3.2.5 delamination 

 

3.2.6 dewetting 

3.2.7 flexible PCB 

3.2.8 haloing 

3.2.9 high frequency PCB 

3.2.10 inclusions 

3.2.11 key personnel 

3.2.12 measling 
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3.2.13 metal core PCB 

3.2.14 multilayer PCB 

3.2.15 prepreg 

 

3.2.16 printed circuit board (PCB) 

 

3.2.17 rigid double-sided PCB 

3.2.18 rigid-flex PCB 

3.2.19 rigid-flex double-sided PCB 

3.2.20 rigid-flex multilayer PCB 

3.2.21 rigid PCB 
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3.2.22 rigid single-sided PCB 

3.2.23 rigid multilayer PCB 

3.2.24 scratch 

 

3.2.25 sequentially laminated multilayer PCB 

 

3.2.26 test pattern 

3.3 Abbreviated terms 

Abbreviation Meaning 

CoC 

DML 

n.a. 

PCB 

PTH 

PTFE 

r.m.s. 

TBD 
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